還 デル バイズ ,。 バッ ウ ケー=7。 
っ ボー ド の 主体 最適 設 


個別 最適 化 の 限界 を 新 技 術 で 乗り 越え る 


本 特集 で は , 半導体 チッ ズ LS1), パッ ケー ジ , プリ ント 基板 の 協調 
設 コ デ ザ イン ) に つい て 議論 し ます . 高速 な ディ ジタル 信号 を 取り 
扱っ た り ,- SiRK_system_in-package) 技術 な ど を 利用 し て 実装 密度 を 向 
玉 さ ざ 攻 だ い 場 合 デ 1、 半導体 チケ プ だ け げ 1。 ギ パッ ゲー ジ だ げ け コ トド 、 プ リツ 
ント 基板 だ け 」 と いう よう に 個別 に 設計 ・ 検証 を 考え る と 不 ぐ あい が 
生じ る 場合 が あり ます .- チ ッ プ か ら パ ッ ケ ー ジ , 基板 へ べ と 伝 搬 す る 信 
号 を 包括 的 に 解析 し た り , 実装 方 式 そ の も の を 見 直す 必要 が あり ます . 
ここ て と では, こう し た 問題 の 背景 と 対策 法 , 新しい 実装 方 式 の 提案 な ど 
を 紹介 じ ます 。 鐘 


第 1 章 ミノ イズ 対策 と ピン 配置 の 最適 化 で , 装置 メー カ と 半導体 メー カ の 協力 が 不可 欠 に 


一 テモ S バツ ッ ケ ー > ジジ ボー ド の 協調 設計 に 向け て 較 磯崎 智明 , 菅原 健二 較 
第 2 章 B シミ ュ レ ーション の "違い "が わか る 設計 技術 者 に な ろう 
ーー Pl 解析, SI 解析 , EMI 解析 を 支え る 基盤 技術 の 全体 像 凶 村山 敏夫 , 渡邊 貴之 , - 浅 井 秀樹 較 


第 3 章 上 シス テム LSI の 課題 を 先端 実装 技術 と の 融合 で 乗り 越え る 
=ーー ASIC と DRAM の 間 を 最大 16G バ イト 6 で デー タ 転 送 可能 に 図 間 淵 義 宏 図 


